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요약

특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버; 기판에 대향하여 증착챔버에 설치된 증착 소스; 기판에 증착되

는 물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및 매스 센서의 전면에 대응하여 증착챔버 내에 설치되어 매스 센서에 증

착된 물질을 제거하기 위한 세정 소스를 포함하는 물질 증착장치가 개시된다.

대표도

도 1

색인어

세정, mass sensor, 수정진동자, 오염, 디포지션, 유기 EL

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 물질 증착장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유기 발광소자를 제작하는 경우에 기판에 증착되는 유기박

막의 두께를 측정하는 수정 진동자에 증착되는 유기물질을 용이하게 제거할 수 있는 물질 증착장치에 관한 것이다.

최근 개발되는 유기 발광소자를 포함하는 각종 광-전자 소자의 개발에 있어 박막공정은 거의 필수공정이다. 박막공

정에서는 정확한 두께를 조절하고 박막 균일도를 확보함으로써 각종 광-전자소자의 성능을 보장받을 수 있다.

이와 같이 증착되는 물질의 두께를 측정하기 위하여 수정 진동자가 이용된다. 수정 진동자를 이용하여 두께를 측정하

는 방법을 개략적으로 살펴보면, 수정 진동자에 물질이 증착되면 증착된 양에 비례하여 공명 진동수가 이동하는데 진

동수의 이동 정도는 일반적으로 6 내지 4.5㎒의 영역에 걸친다.

그러나, 수정 진동자에 증착되는 물질이 많아질수록 박막 내에 응력이 작용하여 박막이 박리되거나 노이즈가 증가하

는 등의 문제가 발생하여 수정 진동자를 교체해야 한다. 더욱이, 수정 진동자와의 접착력이 좋지 않은 유기물의 경우

에는 사용할 수 있는 한계가 금속 등의 무기물보다 더 작아진다.

결국 유기전기 발광소자 등을 제작하는 경우에는 증착챔버 내에 설치된 수정 진동자를 교체하기 위하여 증착공정을 

중단해야 하는 등의 문제점이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 특허공개 제2002-82128호에는 6개 정도의 수정 진동자를 원주상으로 배열하고 순

차적으로 사용하는 방법이 제시되고 있으나 수정진동자의 사용시간이 제한되어 있는 상황에서는 기본적인 해결책이 

되지 못한다.

또한, 상기 특허공개에 따르면, 세정을 위하여 레이저 빔 등을 이용하고 있는데 수정 진동자의 전극과 결정 사이의 열

팽창계수가 차이가 나므로 이러한 가열에 의하여 수정 진동자가 변형되는 문제점이 발생한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 제안되는 것으로, 본 발명의 목적은 증착물질의 두께를 측정

하는 매스 센서의 열화없이 매스 센서에 증착된 물질을 용이하게 제거할 수 있는 세정장치를 구비한 물질 증착장치를

제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 증착챔버 내부를 배기하지 않고 두께측정을 위한 매스 센서를 세정하여 시간적 손실을 최소화

할 수 있는 세정장치를 구비한 물질 증착장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 증착공정을 중단하지 않고 매스 센서를 세정할 수 있는 세정장치를 구비한 물질 증착장치를 

제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적과 특징은 이하에 서술되는 바람직한 실시예로부터 보다 명확하게 이해될 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 일 측면에 따르면, 특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버; 기판에 대향하여 증착챔버에 설치

된 증착 소스; 기판에 증착되는 물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및 매스 센서의 전면에 대응하여 증착챔버 

내에 설치되어 매스 센서에 증착된 물질을 제거하기 위한 세정 소스를 포함하는 물질 증착장치가 개시된다.

본 발명의 다른 측면에 따르면, 특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버; 기판에 대향하여 증착챔버에 설

치된 증착 소스; 증착챔버의 측벽 또는 상부벽에 설치되며, 게이트 밸브에 의해 증착챔버와 선택적으로 연통되며 몸체

일부의 길이 조절이 가능한 세정챔버; 세정챔버에 고정되어 증착챔버와 세정챔버 사이에서 이동되며 기판에 증착되

는 물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및 매스 센서의 전면에 대응하여 세정챔버 내에 설치되어 매스 센서에 증

착된 물질을 제거하기 위한 세정 소스를 포함하는 물질 증착장치가 개시된다.

본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버; 기판에 대향하여 증착챔버에 

설치된 증착 소스; 증착챔버의 측벽 또는 상부벽에 설치되며, 게이트 밸브에 의해 증착챔버와 선택적으로 연통되는 

세정챔버; 세정챔버에 슬라이드 가능하게 고정되어 증착챔버와 세정챔버 사이에서 이동되며 기판에 증착되는 물질의

두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및 매스 센서의 전면에 대응하여 세정챔버 내에 설치되어 매스 센서에 증착된 물질
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을 제거하기 위한 세정 소스를 포함하는 물질 증착장치가 개시된다.

바람직하게, 세정챔버는 적어도 2개 이상 설치되어 각각의 세정챔버에 설치된 매스 센서가 두께측정과 세정을 교대로

수행하도록 할 수 있다.

또한, 세정 소스는 이온 건 또는 플라즈마 소스일 수 있으며, 세정에 적용되는 가스는 산소, 육불화황(SF 6 ), 염소(Cl 

2 ), 카본 플루오라이드(CF 4 ) 또는 불활성 가스 중 어느 하나 또는 이들이 혼합된 가스이다.

또한, 기판에 증착되는 특정 물질은 유기물을 포함할 수 있으며, 매스 센서는 수정 진동자를 포함한다.

바람직하게, 매스 센서는 증착공정이 수행되기 전에 세정된다.

또한, 바람직하게, 세정은 증착 시의 진공압과는 다른 진공압에서 수행될 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예를 설명한다. 이하에 설명되는 실시예들에서는 편의상 기판에 유

기박막을 형성하기 위하여 유기물을 증착하는 공정을 예로 들어 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

증착챔버(10)의 상부에는 기판(20)이 홀더(11)에 의해 지지되어 설치되며, 이에 대향하여 하부에는 지지대(14) 위에 

증발소스(15a)가 수용된 증발공급원(15)이 설치되어 전원공급원(30)으로부터 공급되는 전원에 의해 가열되어 증발

소스(15a)가 증발된다.

증발된 유기물은 기판(20)의 전면에 일정한 두께가 형성될 때까지 증착된다.

한편, 수정 진동자를 포함하는 매스 센서(mass sensor; 60)는 서포트(62)에 의해 증착챔버(10)에 고정되어 내부에 

설치되며, 증발공급원(15)에 대해 일정한 각도로 설치되어 증발되는 유기물(점선으로 표시)에 대해 수직으로 대향한

다.

본 발명에 따르면, 증착챔버(50)의 내부에 수정 진동자(60)에 대향하는 위치에 세정 소스(50)가 설치되며, 바람직하

게 증발공급원(15)과 분리되어 유기물이 증착되지 않도록 증발공급원(15)과의 사이에 실드(40)가 설치될 수 있다.

세정 소스(50)로는 이온 건이나 플라즈마 소스가 이용될 수 있으며, 증착공정에서의 진공압을 고려하여 적절하게 선

택될 수 있다.

수정 진동자(60)의 전면에 유기물이 일정량 이상으로 증착되면, 증착공정을 중단하고 세정소스(50)에 따른 적절한 진

공압으로 배기한 후 산소, 불활성 가스, 카본 플루오라이드(CF 4 ) 또는 이들의 혼합물을 공정가스로 투입하고 세정

소스(50)에 RF 전원을 인가한다.

인가된 RF 전원은 투입된 공정가스를 플라즈마 상태로 만들어 수정 진동자(60)의 전면에 증착된 유기물을 제거한다.

세정이 완료되면, 전원인가를 중단하고 가스를 증착공정에 적합한 상태까지 배기한다.

수정 진동자(60)의 세정 정도는 세정이 완료된 후에 매스 센서의 진동부차수로 체크할 수 있다.

이 실시예에 따르면, 비록 증착공정을 중단하고 배기해야 하는 번거로움이 있으나 종래와 같이 수정 진동자를 가열함

으로써 수정 진동자 자체가 열화되는 일이 발생하지 않으며, 별도의 수냉장치를 필요로 하지 않는다는 이점이 있다.

도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

증착챔버(10)의 측벽이나 상부벽에는 세정챔버(70)가 게이트 밸브(80)에 의해 연결되어 게이트 밸브(80)의 동작에 

따라 선택적으로 증착챔버(10)와 연통된다.

세정챔버(70)의 몸체의 일부분(74)은, 예를 들어, 벨로우즈로 이루어져 길이 조절이 가능한다.

수정 진동자(60)는 서포트(72)에 의해 벨로우즈(74)에 고정되어 벨로우즈(74)의 움직임에 따라 이동된다.

또한, 세정챔버(70) 내부의 수정 진동자(60)의 전면에 대응하는 위치에 세정 소스(90)가 설치된다.
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이 실시예에 따른 세정장치의 동작을 보면, 수정 진동자(70)의 전면에 유기물이 일정량 이상으로 증착되면, 증착공정

을 중단하고 게이트 밸브(80)를 닫은 후에 적절한 진공압을 유지한 상태에서 산소, 불활성 가스, 카본 플루오라이드(

CF 4 ) 또는 이들의 혼합물을 공정가스로 투입하고 세정소스(90)에 RF 전원을 인가한다.

인가된 RF 전원은 투입된 공정가스를 플라즈마 상태로 만들어 수정 진동자(60)의 전면에 증착된 유기물을 제거한다.

세정이 완료되면, 전원인가를 중단하고 가스를 증착공정에 적합한 상태까지 배기하고, 게이트 밸브(80)를 열어 증착

공정을 수행한다.

이 실시예에 따르면, 세정을 위하여 증착챔버(10)를 배기할 필요가 없기 때문에 증발소스의 냉각에 따른 재가열시간, 

배기시간 및 교체시간 등의 시간적 손실을 줄일 수 있는 이점이 있다. 이러한 이점은 특히 유기박막을 형성하는 경우

에 더욱 효과적이다.

물론, 상기한 일 실시예에서 언급한 이점을 갖는 것은 당연하다.

또한, 증착챔버(10)의 측벽이나 상부벽에 2개 이상의 세정챔버(70)를 설치하는 경우에는 각각의 세정챔버(70)를 교

대로 이용함으로써 증착공정을 중단하지 않고 수정 진동자를 세정할 수 있는 큰 이점이 있다.

도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기물 증착장치를 보여주는 개략적인 단면도이다.

기본적으로 도 2의 실시예와 유사하며, 수정 진동자(6)는 서포트(72)에 고정되며 서포트(72)는 세정챔버(70)에 대해 

슬라이드 가능하게 결합된다.

따라서, 서포트(72)가 구동장치(미도시)에 의해 이동함으로써 서포트(72)에 고정된 수정 진동자(60)가 세정을 위해 

세정챔버(70) 내에 위치하거나 증착물질의 두께측정을 위하여 증착챔버(10)내에 위치할 수 있게 된다.

세정을 위한 동작은 상기한 도 2의 실시예와 동일하기 때문에 상세한 설명은 생략한다.

이와 같은 수정 진동자의 세정은 증착공정이 반복된 후에 수행될 수도 있지만 증착공정 전에 수행할 수 있다. 즉, 수정

진동자의 표면에는 각종 유기물이 잔존하여 이후 증착되는 박막의 접촉력이 약해져서 박리가 되거나 노이즈를 발생

시킬 수 있어 실제 물질을 증착하기 전에 수정 진동자의 표면에 잔존하는 불순물을 제거하는 측면에서 세정이 수행될

수 있다.

한편, 세정소스를 수정 진동자에 증착된 물질을 세정하는 용도 이외에 증착공정 전에 수정 진동자를 세정하는 용도에

적용할 수 있다.

이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 중심으로 설명하였지만, 당업자의 수준에서 다양하게 변경 및 변형할 수 있

다. 따라서, 본 발명의 권리범위는 상기한 실시예들에 한정되어서는 안되며 이하에 기재되는 특허청구범위에 의해 결

정되어야 한다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 여러 가지의 이점을 갖는다.

종래와 달리 가열에 의해 세정하지 않으므로 증착물질의 두께를 측정하는 매스 센서의 열화없이 매스 센서에 증착된 

물질을 용이하게 제거할 수 있다는 이점이 있다.

또한, 증착챔버와 선택적으로 연통되는 세정챔버를 설치함으로써 증착챔버 내부를 배기하지 않고 두께측정을 위한 

매스 센서를 세정하여 시간적 손실을 최소화 할 수 있는 이점이 있다.

특히, 이러한 세정챔버를 2개 이상 설치함으로써 증착공정을 중단하지 않고 매스 센서를 세정할 수 있는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버;
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상기 기판에 대향하여 상기 증착챔버에 설치된 증착 소스;

상기 기판에 증착되는 물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및

상기 매스 센서의 전면에 대응하여 상기 증착챔버 내에 설치되어 상기 매스 센서에 증착된 물질을 제거하기 위한 세

정 소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 2.
특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버;

상기 기판에 대향하여 상기 증착챔버에 설치된 증착 소스;

상기 증착챔버의 측벽 또는 상부벽에 설치되며, 게이트 밸브에 의해 상기 증착챔버와 선택적으로 연통되며 몸체 일부

의 길이 조절이 가능한 세정챔버;

상기 세정챔버에 고정되어 상기 증착챔버와 세정챔버 사이에서 이동되며 상기 기판에 증착되는 물질의 두께를 측정

하기 위한 매스 센서; 및

상기 매스 센서의 전면에 대응하여 상기 세정챔버 내에 설치되어 상기 매스 센서에 증착된 물질을 제거하기 위한 세

정 소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 3.
특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버;

상기 기판에 대향하여 상기 증착챔버에 설치된 증착 소스;

상기 증착챔버의 측벽 또는 상부벽에 설치되며, 게이트 밸브에 의해 상기 증착챔버와 선택적으로 연통되는 세정챔버;

상기 세정챔버에 슬라이드 가능하게 고정되어 상기 증착챔버와 세정챔버 사이에서 이동되며 상기 기판에 증착되는 

물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및

상기 매스 센서의 전면에 대응하여 상기 세정챔버 내에 설치되어 상기 매스 센서에 증착된 물질을 제거하기 위한 세

정 소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 4.
제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 상기 세정챔버는 적어도 2개 이상 설치되어 각각의 세정챔버에 설치된 매스 센서가 

두께측정과 세정을 교대로 수행하도록 한 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 5.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 세정 소스는 이온 건 또는 플라즈마 소스인 것을 특징으로 하는 물

질 증착장치.

청구항 6.
제 5 항에 있어서, 상기 세정에 적용되는 가스는 산소, 육불화황(SF 6 ), 염소(Cl 2 ), 카본 플루오라이드(CF 4 ) 또는

불활성 가스 중 어느 하나 또는 이들이 혼합된 가스인 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 7.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 특정 물질은 유기물을 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증착장

치.

청구항 8.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 매스 센서는 수정 진동자를 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증

착장치.

청구항 9.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 매스 센서는 증착공정이 수행되기 전에 세정되는 것을 특징으로 

하는 물질 증착장치.
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청구항 10.
제 2 항 또는 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 세정은 상기 증착 시의 진공압과는 다른 진공압에서 수행되는 것

을 특징으로 하는 물질 증착장치.

청구항 11.
특정 물질을 증착할 기판이 내부에 설치된 증착챔버;

상기 기판에 대향하여 상기 증착챔버에 설치된 증착 소스;

상기 기판에 증착되는 물질의 두께를 측정하기 위한 매스 센서; 및

상기 매스 센서의 전면에 대응하여 상기 증착챔버 내에 설치되어 증착공정을 수행하기 전에 상기 매스 센서를 세정하

기 위한 세정 소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 물질 증착장치.

도면

도면1

도면2
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摘要(译)

沉积室，其中安装有用于沉积特定材料的基板;沉积室中提供的沉积源与
基板相对;一种质量传感器，用于测量沉积在基板上的物质的厚度;并且清
洁源设置在沉积室中，与质量传感器的前表面相对应，以去除沉积在质
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